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ZASADY OGOLNE

o Wszystkie wykonywane projekty musza by¢ uzgodnione, sprawdzone i zaakceptowane przez
prowadzacego dane zajecia lub opiekuna wykonywanej pracy dyplomowej (pracownika lub
doktoranta Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych).

e W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej zgody na wykonanie projektu lub wystapienia
razacych bledow w projekcie wymagajacych powtdérnego wykonania plytki osoba zlecajaca moze
zosta¢ obcigzona poniesionymi przez Katedre kosztami.

e Zalecany format projektow: Altium Designer PCB Binary Files (plik *.PcbDoc), po uzgodnieniu
takze starsze wersje (Protel) lub inny format umozliwiajacy eksport do formatu Gerber i Excellon

e Osobne pliki (projekty) dla r6znych ptytek

e Plytki jednostronne (warstwa BotfomLayer) lub w uzasadnionych przypadkach dwustronne
(warstwy BottomLayer 1 TopLayer), domyslnie bez metalizacji otworéw (metalizacja mozliwa
po uzgodnieniu w przypadku zlozonych projektow z duza liczbg przelotek),
patrz: Zasady szczegolowe

e Jednostka wymiarowania: mm (w Altium Designer ustawi¢ Design — Board Options — Unit:
Metric)

e Minimalna szeroko$¢ $Sciezki: 0,2 mm (zalecane minimum 0,3 mm), odpowiednio zdefiniowana
w regutach projektu (Design — Rules — Routing — Width)

e Minimalny odstep (izolacja) migdzy Sciezkami / polami lutowniczymi / przelotkami / poligonem:
0,2 mm (zalecane minimum 0,24 mm), odpowiednio zdefiniowany w regutach projektu
(Design — Rules — Clearance)

e Laczna liczba wystepujacych $rednic otwordw pol lutowniczych i przelotek (rowna liczbie
potrzebnych do uzycia wiertel): maksymalnie 5 (nie liczac $rednic wigkszych od 2,5 mm)

e Srednice otworéw dla pél lutowniczych (pad) [mm]: 0,9 - 1,1 - 1,3 - 1,5 - dowolna wigksza od
2,5 mm (po uzgodnieniu dozwolone dodatkowo $rednice [mm]: 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1,0 - 2,0)

e Srednica otwordéw dla przelotek (via): 0,6 mm (ewentualnie $rednice [mm]: 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,0 -
1,1, pod warunkiem nie przekroczenia dopuszczalnej liczby niezbednych wiertet)

e Zalecana $rednica padoéw i przelotek rowna dwukrotnej $rednicy otworu (minimalna: $rednica
otworu + 0,3 mm)

e Obrys do wycigcia ptytki narysowany na warstwie KeepOut (z odznaczona opcja KeepOut we
wlasciwosciach)

e Minimalna odleglo$¢ $ciezki / pola lutowniczego / przelotki od krawedzi ptytki: 0,3 mm,
odpowiednio zdefiniowana w regutach projektu (Design — Rules — Clearance)

e Maksymalny mozliwy do wykonania rozmiar ptytki: 250 x 190 mm



ZASADY SZCZEGOLOWE

e W przypadku prostych ptytek nalezy dazy¢ do zmieszczenia wszystkich $ciezek na jednej
warstwie. Niedopuszczalne jest przenoszenie zaledwie kilku $ciezek na drugg warstwe.
Potaczenia, ktéorych nie mozna poprowadzi¢ w postaci $ciezki ze wzgledu na nieuniknione
przecigcie z inng $ciezka, nalezy wykona¢ w postaci zworek (w projekcie nalezy wstawi¢ pola
lutownicze z odpowiednimi otworami do wykonania takiego polaczenia).

e W przypadku, gdy wykonanie ptytki w postaci jednowarstwowej jest bardzo utrudnione lub
spowodowatoby nadmierne zwigkszenie rozmiaru plytki, mozna zastosowa¢ dwie warstwy.

e Rysowane $ciezki powinny by¢ mozliwie krotkie i szerokie (szczegolnie $ciezki zasilajace 1 inne
przewodzace znaczne prady), zawsze powinny by¢ prowadzone pod katem prostym lub 45°

¢ O mozliwo$ci wykonania metalizacji otwordw przy pomocy pasty termoutrwaldzalnej decyduje
przede wszystkim liczba niezbednych przelotek (minimum kilkadziesigt). Nalezy pamigtac,
ze takie przelotki moga by¢ nietrwale i sg wrazliwe na oddziatywanie chemiczne oraz przegrzanie
(stad pasta nie nadaje si¢ zasadniczo do metalizacji pdl lutowniczych). Otwory metalizowane przy
uzyciu pasty nie nadaja si¢ do przewodzenia pradow o wigkszych warto$ciach (jedynie przelotki
sygnatowe). Metalizacja moze by¢ wykonana pod warunkiem pozniejszego dokladnego
sprawdzenia kazdej przelotki miernikiem (przed lutowaniem) i zachowania wtasciwej starannosci
przy lutowaniu (wymagane odpowiednie doswiadczenie w precyzyjnym lutowaniu).

A) PLYTKI DWUSTRONNE BEZ METALIZACJI OTWOROW

e Doprowadzenia $ciezek do zlaczy, kondensatorow elektrolitycznych 1 innych elementow,
ktérych obudowy uniemozliwiajg lutowanie po obu stronach laminatu, powinny by¢ wykonane
po stronie lutowania (uzy¢ 'via' obok elementu) — patrz rysunek ponize;j:
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e Pola lutownicze kondensatoréow elektrolitycznych 1 innych elementow, ktérych obudowy
uniemozliwiaja lutowanie po obu stronach laminatu, nie moga peti¢ roli przelotki.

e Przelotki mozna wykona¢ w prosty sposéb przy pomocy cienkiego drutu lub srebrzanki.
Nalezy pami¢ta¢ o wlasciwej kolejnosci wykonywanych prac (lutowanie przelotek pod uktadami
przed przylutowaniem uktadu).

B) PLYTKI DWUSTRONNE Z METALIZACJA OTWOROW

e Dla przelotek przewodzacych prady o wigkszych warto$ciach, konieczne jest wykonanie
przelotki przy uzyciu srebrzanki. Nalezy je zdefiniowa¢ z odznaczona opcja Plated we
wlasciwosciach.

e Pola lutownicze, nie bedace przelotkami, muszg zosta¢ definiowane z odznaczona opcja Plated,
w celu minimalizacji zuzycia pasty.

C) OBWODY WRAZLIWE NA ZAKEOCENIA ELEKTROMAGNETYCZNE

e Zalecane jest wstawienie na calej powierzchni ptytki obiektu typu polygon pour (Fill Mode:
Solid, Remove Islands Less Than (sq. mms) In Area: odznaczona, Connect to Net: sie¢
masy/uziemienia, Pour Over All Same Net Objects, Remove Dead Copper: odznaczona).



Zalecana izolacja pol lutowniczych wynosi 0,45 mm dla izolacji $ciezek 0,24 mm (0,35 mm dla
izolacji $ciezek 0,2 mm).

D) OBWODY Z ELEMENTAMI SMD I/LUB PRECYZYIJNYMI ZLACZAMI

e Obszary bezwzglednego usunigcia zbednej miedzi wokot pdl lutowniczych precyzyjnych ztacz,
drobnych elementéw i uktadow scalonych SMD powinny by¢ zdefiniowane w postaci wyciecia
w polygon pour (poprzez dodanie obiektow Place — Polygon Pour Cutout) lub zaznaczone na
warstwie Mechanical 3.

e Zalecane jest zdefiniowanie obszaré6w usuni¢cia miedzi mi¢dzy polami lutowniczymi elementow
w obudowach o rozmiarze 1206.

E) OBWODY WYSOKONAPIECIOWE

e Uzyskanie wigkszej izolacji pomiedzy wybranymi $ciezkami a obszarem pozostatej na plytce
miedzi wymaga umieszczenia obiektu typu polygon pour oraz zdefiniowania odpowiednich
odleglosci w regutach projektowych (do uzgodnienia). Zalecane sg izolacje ponad 1,0 mm lub
ponad 2,0 mm (mozliwo$¢ wykonania izolacji frezem 1,0 i 2,0 mm).

e Obszary bezwzglednego usuni¢cia zbednej miedzi powinny by¢ zdefiniowane w postaci wycigcia
w polygon pour (poprzez dodanie obiektow Place — Polygon Pour Cutout) lub zaznaczone na
warstwie Mechanical 3.

F) OBWODY RF

e Obszary bezwzglednego usunigcia zbednej miedzi (np. wokdt anten) powinny by¢ zdefiniowane
W postaci wyciecia w polygon pour (poprzez dodanie obiektow Place — Polygon Pour Cutout)
lub zaznaczone na warstwie Mechanical 3.

e Sciezki wymagajace precyzyjnego zachowania impedancji moga wymagaé uzycia
specjalistycznych frezoéw, laminatéw i innych niz podane w zasadach ogo6lnych odstepow miedzy
Sciezkami / polami lutowniczymi / przelotkami / poligonem (do uzgodnienia).

KONTAKT: Bartosz Pekostawski <bartoszp@dmcs.p.lodz.pl>
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